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Bei der Herstellung von Wafern besteht ein hoher Anspruch an die Wirt-
schaftlichkeit und die Ausbeute. Je hoher die Qualitat der Wafer ist, desto
hoher ist die Ausbeute der Komponenten, welche man schlussendlich
aus dem Wafer herstellen kann. Das Unternehmen Micro Crystal belegt
eine technologische Leaderposition in den Bereichen Quarzkristalle und
Oszillatoren.Um mehr Schwingquarze auf einmal zu produzieren, muss

die Ausbeute verbessert werden.Dazu optimiert man die Prozesse.

Arbeit

Hauptsdchlich wurden wahrend dieser Arbeit der
Lapp- und Sageprozess in der Wafer-Herstellung unter-
sucht. Durch die Miniaturisierung der Schwingquarze,
fuhren plotzlich kleinste Oberflachenfehler der Wafer
zu massiven Ausbeuteverlusten. Diese Defekte ent-
stehen bei der Waferherstellung, aber sind meistens
vor den fotolithographischen Prozessen nicht sichtbar.
Die Qualitat der Wafer ist also abhéngig von der
Oberflachenqualitat. Andere Qualitdtsparameter wie
Ebenheit, Parallelitdt oder Rauheit lassen sich durch
die Herstellungsverfahren direkt oder indirekt beein-
flussen. So sollen Erkenntnisse aus Versuchen helfen
einen Prozess zu entwickeln, welcher effizienter und
wirtschaftlicher ist und qualitativ bessere Wafer er-
zeugt. Die Arbeit wurde in der Wafer-Produktion der
Firma Micro Crystal in Grenchen durchgefihrt.

Methoden

Zuerst wurden die einzelnen Prozessschritte analy-
siert und mogliche Fehlerquellen evaluiert. Danach
wurden erste Versuche durchgefiihrt. Bei der Ldppma-
schine wurden Parameter wie Drehzahl, Drehrichtung,
Flachendruck, Art des Lappmittels, Lappmittelkon-
zentrationen und Korngrosse des Lappmittels gedndert.
Beim Ségen wurden diverse Suspensionen auspro-
biert, sowie ein anders Zuftihrungssystem fiir das Ab-

Strukturierter Wafer nach Fotolitographie mit Schwingquarzen

rasiv entwickelt. Mit einer Umwalzpumpe soll eine
ldngere Standzeit des Sdagemittels ermoglicht werden.
Die so hergestellten Wafer wurden dann gedtzt und
metallisiert. So wollte man feststellen ob es zu einer
Reduktion der oben beschriebenen Defekte, auch
«Locher» genannt, kommt. Mit Messgerdten wurden
die Oberflachen der Wafer auf ihre Ebenheit, Paral-
lelitat und Oberflachenrauheit Gberprift. Ausserdem
will man hochwertigeren Quarz beschaffen, um fest-
zustellen ob die Locher eventuell ein Rohmaterial-
fehler sind.

Resultate und Ausblick

Es ist gelungen Wafer herzustellen, welche schon nach
dem Sége-Prozess eine hohe Parallelitat aufweisen,
wobei auch die Bearbeitungszeit herabgesetzt werden
konnte. Dank diesem Vorteil ist es moglich den Léapp-
prozess zu verkiirzen. Ausserdem war es moglich mit
dem neuen Sageprozess mehr Wafer ohne Wechsel
eines Sdgemittels zu generieren. Dieser Umstand
macht den Arbeitsprozess auch fiir den ausfiihrenden
Operator einfacher und effizienter. Auch die anderen
Oberflachenkriterien wie Rauheit und Ebenheit konn-
ten qualitativ gesteigert werden. Bei den Oberfléachen-
defekten ist man zum Schluss gekommen, dass je fei-
ner die Oberflache ist desto kleiner sind die Defekte.
Esist grundsatzlich moglich mit nur einem Lappschritt
ein Oberflachenrauheit von ca. 0.1 pm zu erreichen.
So kann die Oberflachenrauheit gegentiber friher her-
gestellten Wafern um bis die Halfte reduziert werden.
Dies ist wichtig, da die Reduktion der Lappschritte
ein Ziel der Optimierung war. Was fir die Zukunft eine
Mdoglichkeit wére ist, dass man fiir weniger anspruchs-
volle Quarzschwinger Wafer mit nur einem Lappschritt
produziert. Fiir Quarzschwinger an welche hohe An-
forderungen gestellt werden, wie einen Einsatz im
medizinischen Bereich, kénnte dann ein komplexeres
Verfahren mit zwei Lappstufen durchgefiihrt werden,
um eine noch feinere Oberfldche zu erhalten.
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